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

탑재 Components 비중

Total BOM Cost - 100%

AP
Qualcomm 

Snapdragon 2 Gen 4
35%

Memory 256GB NAND 11%

Display 6.8인치 AMOLED 18%

Camera
Samsung(SEMCO) 
S5KHP2, S5K3LU

Sony IMX564, IMX754
14%

Casing - 8%

Other - 15%

* D램 응용처별 ‘24년 출하 비중 : (서버) 36%, (모바일) 35%, (PC) 12%

<Galaxy S23 Ultra BoM( Share>

※ Source : Counterpoint

NAND 
Flash

DRAM, AP

Audio 
codec

RF chipPMIC

WiFi/Bluetooth

NFC Controller

RF module

PMIC

RF Transceiver
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

Server 
DRAM

SSD

CPU
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

< 내연기관차 >

< 전기차 >

< 자율주행차 >

반도체탑재량
약 7배 증가

2~300개

1000개

Lv3. 2000개

- 기존 내연기관차에는 반도체가 약 2~300개 탑재되는 반면, 전기차는 약 1000개, 자율주행차(Level3*)는 약 2000개가 탑재

※ LV3는 주행시 운전자의 적극적 개입은 필요 없으나, 주변 상황을 주시하며 자율 주행의 한계 조건(돌발상황 등)에 도달 시 운전자가 개입하는 수준
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

- 수요감소로 인해 주요기업 공급조절 시작하였고, ’23년 4Q부터 반도체 가격 회복세

-

- ①IT수요 부진과 ②재고 증가, ③메모리 가격 하락으로 ‘19년 이후 4년만의 역성장 기록 (메모리시장 △35% 감소)



※ Source : Gartner

1,245 1,659 1,432 902
1,563 2,041 2,192 1,850

2,761

3,497 3,717
3,563

3,791 4,094
4,343 4,572704

828 847
865

945

1,045
1,144 1,224

11.5%

27.1%

0.2%

△11.1%

18.2%

14.0%
6.9%

△0.4%

2020년 2021년 2022년 2023년e 2024년e 2025년e 2026년e 2027년e

메모리반도체 시스템반도체 광ㆍ개별소자 반도체 증감률 (단위:억불)

7,180

4,709

5,984 5,996

7,646

5,330

6,299

7,679

992
1,280 1,292

986

수출액

1,200
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 (모바일) 연간 수요는 전년대비 소폭 회복 예상되나 온디바이스 AI 스마트폰 보급률 증가 전망(24년 8%→27년 40%) 

 (서버) 주요 빅테크 업체들의 투자 증가에 힘입어 AI 서버 연간 출하량은 견조하나 일반 서버는 작년 수준 유지

 (PC) 1분기 기존 재고 소진 추정, 시장의 완만한 회복 속에 하반기 AI PC 출하를 기점으로 수요 증가 기대

<서버 수요 전망> <PC 수요 전망><모바일 수요 전망>

* 주요 IT기기 ’24년 출하량 전망(TrendForce, YoY) : (서버) 1.5%, (모바일) 2.1%, (PC) 1.3% 증가

* 출처 : Trendforce * 출처 : Trendforce * 출처 : Trendforce
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- 첨단 반도체 수요에 대응하기 위한 최선단 공정으로의 투자와 점진적 업황 개선으로 점차 확대



- 설비투자 비중 : IDM 59%, 파운드리 37%, OSAT 4%, 아시아 지역이 전체 반도체 설비투자의 76.3% 차지

※ Source : Gartner(’23.12월)



-10-

 ‘22년 지역별 반도체 수요는 중국이 전체 반도체 수요의 49.2%로 가장 큰 시장

- 주요 지역으로는 EU 11.2%, 미국 10.7%, 대만 8.3%, 일본 6.5%, 한국 5.3% 등

모빌리티시대는 수요의 재편이 일어날 가능성이 큼 (아시아에서 미국 유럽으로)
단위: 억불

구분 2022 2027F

EU
반도체수요

614
(11.2%)

881
(12.1%)

구분 2022 2027F

미국
반도체수요

579
(10.7%)

833
(11.4%)

단위: 억불

구분 2022 2027F

중국
반도체수요

3,021
(49.2%)

3,487
(47.9%)

단위: 억불

구분 2022 2027F

한국
반도체수요

322
(5.3%)

392
(5.3%)

단위: 억불

구분 2022 2027F

일본
반도체수요

381
(6.5%)

484
(6.6%)

구분 2022 2027F

대만
반도체수요

480
(8.3%)

612
(8.4%)

단위: 억불

단위: 억불

※ Source : OMDIA 2023
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 국가별 반도체 생산능력(Capa)는 아시아태평양 지역이 전체 반도체 생산의 85% 차지

- 중국 26.5%, 대만 21.9%, 한국 18.8%, 일본 12.2%, 미국 9.1% 등

- 첨단 제조시설은 한국과 대만에만 집중
Korea 2023 2028F

Memory 4,086 6,689

System IC 30 30

Foundry 1,019 1,194

Total 5,135 7,914

* 단위: 200mm 기준 웨이퍼 천장/월

Japan 2023 2028F

Memory 2,167 2,504

System IC 924 924

Foundry 240 712

Total 3,330 4,140

Taiwan 2023 2028F

Memory 1,228 1,359

System IC 23 23

Foundry 4,718 5,657

Total 5,968 7,038

U.S 2023 2028F

Memory 194 733

System IC 1,693 2,311

Foundry 588 1,414

Total 2,475 4,459

EU 2023 2028F

Memory - -

System IC 1,042 1,444

Foundry 560 1,021

Total 1,602 2,466

China 2023 2028F

Memory 2,585 3,170

System IC 563 833

Foundry 4,072 6,986

Total 7,220 10,989
※ Source : SEMI 2023

World 2023 2028F YoY

Global 27,262 39,091 43.4%

* 시스템IC 등 기업 투자계획 미발표 수치는 반영 안됨



변화의 주도자 반도체

반도체시장의 변화

반도체 기술의 변화

패권경쟁 –공급망 구조의 변화

한국반도체의 미래 과제



-13-

새로운 컨텐츠를 만들어내는 인공지능 등장

Generative AI

Artificial intelligence, AI

기존 단순 처리에 그쳤던 인공지능에서 새로운 컨텐츠를 만들어 내는 생성형 인공지능 등장
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모바일에서 모빌리티 중심으로 : 자율주행, 전기동력, 관절, 수직이동 등
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기업들의 ESG경영 돌입

2025년부터 ESG 정보공시 의무화로 ESG 공시에 대한 기업의 책임이 강화
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쵸크랄스키방법
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Wafer 투입 FAFabrication(Fab in) Fab out

Die Size(mm2)

ex) Die size : 20mm x 20mm

Net Die(EA)

Net Die : Wafer size / Die Size

공정 수율(Yield)

Good bad Good (Package 이후)

최종 수율
(Final Chip 개수)
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Photo Clean

Diffusion Metal

Etch

CMP

Ion Implant

Thin Film/CVD

※ 단위 공정의 조합  Layer 구성, Layer들의 Sum  FAB 공정

8대 단위 공정 : Chip 구조/선 폭에 따른 최적 공정기술 FAB 공정
(수십 Layer)

Layer-1[Active]

Layer-2[Pwell]

Layer-x[Poly]

Layer-y[Metal]

Layer-z[Pad]
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Back 

Grinding
Die Attach

Solder Ball Sorter

Sawing

Marking

Wire Bonding

Molding

FC-FBGA

WB-BGA

WB-Lead Frame
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1980 1990 2000 2010 2015 2020 2025 2030

시스템

Logic

DRAM

NAND

라디오 흑백TV PC HDD
휴대폰LCD TV 서버자율차스마트폰 SSD

Big Data/ Edge Computing

PC 스마트폰(‘06) AI 기술

(‘17)

1980 1990 2000 2010 2015 2020 2025 2030

130nm
. 65nm.. 28nm.. 14nm..

7nm 6nm  3nm.
.

2023

2nm.
.

?nm
.

2D 구조 FinFet
GAA

GAAFET

MBCFET

12인치 웨이퍼

EUV

1980 1990 2000 2010 2015 2020 2025 20302023

2μm
.

Memory

1μm
.

500nm 80nm   40nm    20nm   1b PIM, HBM

2μm 1μm   500nm 120nm   60nm    20nm   15nm    

24/32L    64L    92L    128L    2xxL    5xxL    

EUV

3D 
NAND(‘13)

현재

*1a nm: 약 14nm (Gen4)
*1b nm: 약 12~13nm (Gen 5)

1a

176L    
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2.5D Package (Ex. 삼성 I-Cube 4, 1 Logic + 4 HBM + 100um Interposer)

Logic

HBM HBM

HBM HBM

Logic

HBM

Interposer

Monolithic Chiplet

하나의칩 로직칩을기능별로별도의칩으로쪼개고각칩들을 TSV로연결

Chiplet1 (7nm) Chiplet2 (10nm) Chiplet3 (28nm) Chiplet4 (45nm)
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 국내 주요 반도체 기업들 HBM, CXL, PIM 등 차세대 메모리 신기술 개발 중

*출처 : Trendforce(2024), AMD *출처 : TechInsights(2024)

- 고용량〮고속 데이터 처리 등 다양한 요구에 대응하기 위해 고객지향형 메모리 기술 개발 및 시장 선점 노력

*출처 : 삼성전자
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Standard to Customize
메모리의 파운드리화 시대 도래
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

순위 회사명 국가 매출 (억$)

1 인텔 미국 512

2 nVidia 미국 492

3 삼성전자 한국 443

4 퀄컴 미국 309

5 브로드컴 미국 284

6 SK하이닉스 한국 237

7 AMD 미국 224

8 Apple 미국 186

9 Infineon 독일 173

10 STMicro 스위스 173

11 T.I 미국 166

12 마이크론 미국 160

13 MediaTek 대만 139

14 NXP 네덜란드 131

15 Analog Device 미국 118

미국

한국

일본

유럽

대만

중국

※ Source : OMDIA 2023

글로벌 반도체 기업 순위 (‘23)

49.7% 48.5%
50.6% 50.9% 50.0%

51.9%

55.8%

21.4%
23.7%

18.4% 18.3% 19.6%
17.6%

13.2%

8.9%
8.7%

9.6% 9.3%
8.8% 10.1%

11.5%9.7% 9.3% 10.0% 9.1% 8.8% 8.7%
8.7%

5.7% 5.4% 5.9% 6.9% 8.2% 7.4% 6.3%

3.7% 3.8% 4.6% 4.6% 3.7% 3.6% 3.8%

2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
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

 글로벌 반도체시장에서 한국 반도체 산업은 경쟁력이 높지 않고, 취약점이 많음



※ Source : 유진투자증권 ※ Source : 유진투자증권

<국가별 반도체 상장사 매출 점유율(‘23년)> <국가별 반도체 시가 총액 점유율(‘24년 3월)>

41.4%

9.7%9.0%

21.8%

9.2%

8.8%

미국

한국일본

대만

중국

유럽

61.1%

6.6%

4.3%

11.9%

6.7%
9.4%

미국

한국

일본

대만

중국
유럽
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

메모리반도체 장비

순위 회사명 국가 매출(백만$)

1 삼성전자 한국 34,339

2 SK하이닉스 한국 23,280

3 마이크론 미국 15,963

4 키옥시아 일본 7,126

5 웨스턴디지털 미국 5,689

6 YMTC 중국 1,227

7 윈본드 대만 1,222

8 난야 대만 957

9 인피니온 EU 909

10 매크로닉스 대만 835

순위 회사명 국가 매출(백만$)

1 AMAT 미국 19,992
2 ASML 네덜란드 16,019
3 램리서치 미국 15,616
4 TEL 일본 13,183
5 KLA 미국 8,231
6 Screen Semiconductor 일본 2,204
7 ASM 네덜란드 2,111
8 Hitachi 일본 1,641
9 SEMES 한국 1,604
10 Kokusai 일본 1,385

미국

대만

중국

한국

일본

EU

※ Source : OMDIA, Gartner

미국

EU

Top 10 內

5개

2개

1개

10개

2개

3개

0개

1개

4개

2개

Top 20 內국가

※ 세계 반도체 장비 시장 규모 약 1,006억불(‘22)

46.4%

20.1%

25.3%

3.3%

2.5% 2.4%

미국

EU

일본

한국
중국 기타

27.7% 27.0% 28.7% 28.6%
26.0% 24.8% 23.8%

60.7% 61.7%
58.4% 56.9%

59.1% 60.4% 61.0%

1.4%

7.1% 7.2% 8.1% 8.6% 7.9% 7.8% 7.8%

3.8%
1.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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

팹리스 파운드리

순위 회사명 국가 매출(백만$)

1 엔비디아 미국 49,161

2 퀄컴 미국 30,594

3 브로드컴 미국 26,162

4 AMD 미국 22,408

5 Apple 미국 18,477

6 MediaTek 대만 13,883

7 마벨 테크놀로지 대만 5,540

8 노바텍 대만 3,532

9 리얼텍 대만 3,052

10 Unisoc 중국 2,006

순위 회사명 국가 매출(백만$)

1 TSMC 대만 69,278

2 삼성전자 한국 17,179

3 글로벌파운드리 미국 7,392

4 UMC 대만 7,146

5 SMIC 중국 6,322

6 화홍 중국 3,810

7 Tower 이스라엘 1,423

8 Powerchip 대만 1,414

9 Vanguard 대만 1,228

10 Nexchip 중국 1,015

<Top 10 기업 내>

1개 기업

3개 기업

1개 기업

4개 기업

1개 기업

※ Source : OMDIA, IC Insights

Top 10 內

1개

0개

5개

4개

Top 20 內국가

2개

1개

11개

5개

0개 1개

대만

미국 대만

중국

한국

79.1%

13.2%

5.0%

1.0% 0.9% 0.9%

중국

한국

미국

대만

EU 일본

64.1%13.9%

9.0%

6.0%

1.2% 5.8%
기타

대만한국

중국

미국

이스라엘



-38-



퀄컴, 브로드컴(美)

엔비디아

Fabless FAMask Shop IDM, Foundry Packaging

Hoya(日)

토판포토마스크

삼성전자, SK하이닉스

DB하이텍

JCET(中), Amkor

하나마이크론

Testing

두산테스나

Equipment

AMAT(美),TEL(日) 

원익IPS, 세메스

Wafer

신에쯔, SUMCO(日)

SK실트론

Chip Design Mask IC Fabrication Dicing, Packaging Final Testing

Material

JSR, 스텔라(日)

동진쎄미켐

Wafer Growth/Slicing Equipment Gas, Chemical

SW Provider

시높시스, 케이던스

Siemens(美)

IP

IP Provider

ARM(英)

칩스앤미디어

EDA Tool

* 8대 공정상 대분류로 구분시 크게 장비 50여종
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미국

EU대만일본

중국

차량용·아날로그 반도체

한국
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반도체부족으로 반도체 공급망 교란을 겪으면서 각국 정부와 기업은 반도체 공급망의 효율성보다
‘안정성과 회복력’에 집중 → 모빌리티 산업이 주력인 선발국에서는 반도체 기술 및 제조시설 보유의 중요성 증대

일본수출규제로 산업에 정치 개입

글로벌공급망 불안정성으로 인한 반도체 공급부족 사태

미국발 공급망 자국화

러시아-우크라이나 사태

美 대중국 반도체/제조 장비 수출통제 강화

대만의 독립성향 총리당선 – 지정학적 리스크 고조
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반도체제조국가로의부활

역할분담  공급망의 자국화

미국

EU

대만

일본

중국

한국
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 20

<국가별 반도체 생산능력의 변화 (SEMI)>

 美 정부 반도체 제조시설 아시아 편중 문제점 인식 → 美 자국내 반도체 제조시설 유치 강력 추진

* 반도체 제조 시설의 70~80%, 7nm이하 첨단제조 85%가 동아시아(대만,한국) 편중

Americas

10%

China 20%

Europe & Mideast

6%

Japan 14%
Korea 21%

SE Asia 7%

Taiwan 22%

2021 Capacity Distribution

Go back to the Past
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국가의개입 -안보산업

미중 팹4 참여국가 간 공급-수요 관계도

과거 경쟁은 민간기업간의 영역으로 국가는 공급망 체계구축을 위하여 협력하였으나 현재 국가간 경쟁으로 확대

Co-operation → Competition
공급망 협력체계에서, 국가 간의 전쟁으로



-44-

중국

EU  

반도체 주요국가(미, 중, 일, EU) : 경쟁적으로 반도체 산업 육성 정책 발표

- 자국 內 반도체 제조시설 확대(인센티브, 세제감면), 첨단 반도체 R&D 프로젝트 수행



변화의 주도자 반도체

시장의 변화

반도체 기술의 변화

패권경쟁 –공급망 구조의 변화

한국반도체의 미래 과제
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한국에는 반도체 제조(메모리, 시스템반도체), 설계, 소부장 기업 등 약 1,000개의 반도체 기업이 존재

구분 주요 기업 기업수

소자/파운드리
삼성전자, 

SK하이닉스
6

팹리스
LX세미콘,

실리콘마이터스
91

패키징/테스트 엠코테크놀로지 5

소재

솔브레인,
동진쎄미켐,

SK머티리얼즈
45

부품 SKC솔믹스, 미코 42

장비 원익IPS, 유진테크 88

기타 영업, 서비스, 상사 등 32

합 계 309

국내 반도체 기업 현황

- 삼성전자, SK하이닉스

종합반도체회사 (2개)

- 삼성전자, DB하이텍, KEC

종합반도체회사 (3개)

팹리스
조립·검사파운드리

- 웨이퍼, 불화수소, PR등

소재 업체 (45개)

※ Source : 한국반도체산업협회 ‘23년 회원사 기준

- CMP, Etcher, CVD, Asher 등

- 정전척, 펌프, 밸브 등

한국 반도체 산업 구조
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 한국 반도체 시장점유율은 세계 2위(‘13년~), 메모리 반도체는 1위(‘02년~) 를 유지하고 있음

 한국 반도체 수출액은 986억불(15.6%)로 ‘13년 이후 11년째 단일품목 수출 1위 기록

 한국 반도체 설비투자는 51.8조원(43.1%)로 국내 제조업 중 가장 큰 비중을 차지

한국 점유율 13.2%
(‘23매출액 : 717억불)

한국 점유율 61.0%
(‘23매출액 : 577억불)

수출 품목 1
단일품목 수출 비중 15.6%

(‘23수출액 : 986억불)

*KITA

1
국내 설비투자 비중 43.1%

(’23 설비투자액 : 51.8조원)

*통계청

국내 설비투자
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반도체 산업은 변화가 빠르고 기술장벽이 높아 최고 수준의 생산요소(자본, 인력, 기술 등)와 기반이 필요

- 한국은 제조공정(소자대기업) 역량은 우수하나, 이를 뒷받침하는 기반 기술(소부장, 설계) 경쟁력은 미흡

인력ㆍ기술력

제도ㆍ인프라

자본(금융,토지 등)

생태계

최고
수준의
‘반도체’

구 분 인력ㆍ기술력
자본

(금융,토지)
생태계 제도ㆍ인프라 종합

①메모리반도체(IDM) O O O X O

②팹리스(설계) X X X △ X

③파운드리(제조) △ △ X X △

④소부장 X X X △ X

⑤패키징&테스트 X X △ X X

⑥센서 X X X △ X

(O:강점,△:평균,X:약점)

경쟁력 유지를 위해서는 반도체 제조기업(메모리, 파운드리, 패키징)의 지속적인 투자 및 생산능력 향상이 필요

취약 분야인 팹리스(설계), 소부장 기업 육성을 위한 종합적인 지원책 마련이 절실
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 (삼성전자) 용인 시스템반도체 클러스터 (~'47)

- ‘47년까지 360조원 규모로 단일 단지 기준 세계 최대 규모의

‘시스템반도체 클러스터’를 경기도 용인에 조성예정

- 첨단 시스템반도체 제조공장(Fab) 6개를 구축하고,

국내외 소부장, 팹리스 기업 등 최대 150개 기업 유치

 (SK하이닉스) 용인 반도체 클러스터 (~'27)

SK하이닉스

삼성전자

- 122조원 투자를 통해 ‘27년까지 팹 1기 양산 시작을

목표로 ‘용인 반도체 클러스터’를 조성 예정

- 첨단 메모리반도체 제조공장(Fab) 4개를 구축하고,

국내외 소부장 기업 등 최대 50개 기업 유치
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